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今週のキーワード

AIPKGボトルネック
先端パッケージング投資と供給逼迫

22
件

記事総数

7
カ国

対象国

100億
ドル

HBM4売上予測

20
%超

PKG値上げ率

今週の全22記事 ― 5軸評価で読むべき記事を選ぶ
各列の見方 ― 技術新規性：ブレークスルー度合い 実用化距離：製品として使える近さ 市場インパクト：業界全体への影響規模
データ信頼性：定量データ・査読の有無 日本関連度：日本の企業・サプライチェーンとの直接的関連性

# 記事タイトル 種別 技術
新規性

実用化
距離

市場
インパクト

データ
信頼性

日本
関連度 一行サマリ

#01 EU、3D IC PKGに投資 企業戦略
●●●○

○
●●○○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

EUがチップス法に基づき3D ICパッケージングR&D;
に2.1億ユーロ投資、異種統合・3D積層で欧州の技術
的自立と競争力強化を目指す。

#02 AMAT、AI向け新PKG 新製品
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

○

Applied MaterialsがAIチップ向けDRAM・先進パッケ
ージング加速の新システムを発表、HBM製造効率と信
頼性を高めハイブリッドボンディングに対応。

#03 ASE、FOPLP量産へ 企業戦略
●●●○

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

○

ASEがAIチップ需要に対応するためFOPLP量産を202
6年末までに開始、CoWoS不足補完と先進パッケージ
ング能力強化へ15の拡張プロジェクトを推進。

#04 Intel/TSMC、PLP推進 市場予測
●●●○

○
●●●○

○
●●●●

●
●●●○

○
●●●●

●
IntelとTSMCがPLP技術を推進、AI/HPCチップ製造の
効率化とコスト削減で市場が10倍に拡大する見込み。

#05
AMAT、PKGロジック
級

技術解説
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

○

Applied Materialsが先進パッケージングでメモリメー
カーにロジック級精密製造を提供、HBMや3D積層ダ
イの精度・歩留まり向上でAIチップ性能を加速。

#06
ASE、PKG料金20%値
上げ

市場危機
●○○○

○
●●●●

●
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

○

ASEがAI需要急増とCoWoS供給逼迫を受け先進パッ
ケージング料金を20%超値上げ、業界全体のコスト構
造に影響を与える可能性。

#07
AI
PKGボトルネック解消

技術解説
●●●○

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

AIチップのパッケージングボトルネック解消へCoWo
S、ウェーハスケール、CoWoP技術が進化、生産性向
上とコスト削減でAI普及を加速。

#08 Lam、W2P処理拡大 企業戦略
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

○

Lam Researchがウェーハ・ツー・パネル処理技術を
拡大し、大型パネル基板対応で先進パッケージングの
製造コスト削減とスループット向上を目指す。

#09
Samsung、HBM4売上
100億ドル

市場予測
●●●○

○
●●●●

●
●●●●

●
●●●○

○
●●●●

○

SamsungのHBM4売上がAI需要に牽引され年内100億
ドル突破見込み、ハイブリッドボンディングで性能最
大化しメモリ市場リーダーシップ強化。

#10
eWeek、AIチップボト
ルネック

解説記事
●○○○

○
●●●●

●
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

eWeekレポートがAIチップのボトルネックは先進パッ
ケージングと指摘、CoWoS供給不足、データ転送、
熱管理、歩留まり・コストが課題。

#11
BOE、ガラス基板サン
プル出荷

新製品
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

○

中国BOEが先進チップパッケージング向けガラス基板
のサンプル出荷を開始、低熱膨張率・高剛性で微細配
線と高密度積層を実現しAI/HPCチップ革新へ。

#12
SK Hynix、640億ドル
投資

企業戦略
●●●○

○
●●●○

○
●●●●

●
●●●○

○
●●●●

○

SK Hynixが韓国に640億ドルを投資しAIメモリ（HB
M）と先進パッケージング能力を強化、M17とP&T7;
拡張でAI時代におけるリーダーシップを確固たるもの
に。
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# 記事タイトル 種別 技術
新規性

実用化
距離

市場
インパクト

データ
信頼性

日本
関連度 一行サマリ

#14
JCET、PKG投資で株価
急騰

企業戦略
●●●○

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

中国JCETが先進チップパッケージングに大規模投資を
発表し株価急騰、AI/HPC/自動車向けフリップチップ
、ファンアウト、2.5D/3D技術を強化。

#15
野村、TSMC目標株価
上げ

市場予測
●○○○

○
●●●●

●
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

野村證券がAIインフラサイクルによる成長を理由にTS
MC目標株価を引き上げ、CoWoS需要が供給能力を上
回る状況を指摘。

#16
Kioxia、次世代メモリ
量産

企業戦略
●●●○

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

●

KioxiaがAIブームを追い風に次世代メモリの量産準備
を加速、HBM含む高性能NAND強化と先進パッケージ
ングで劇的な回復を目指す。

#17
TSMC
CoWoS装置逼迫

市場危機
●○○○

○
●●●●

●
●●●●

●
●●●○

○
●●●●

●

TSMCのCoWoSパッケージング装置サプライチェーン
がAI需要で強い引き合い、日本の装置メーカーも生産
強化を迫られボトルネックが深刻化。

#18
AMAT、6種新システム
発表

新製品
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

●
●●●●

○

Applied MaterialsがAIチップ向けDRAM・先端パッケ
ージング加速へ6種の新システムを発表、HBMや3Dス
タッキング対応、サブ10nm欠陥検出で歩留まり向上
。

#19
Samsung、HBM4と光
学HBM

企業戦略
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

●
●●●●

●
●●●●

○

SamsungがHBM4生産能力の半分を割り当て4ヶ月で
10億ドル売上達成、2028年光学HBM量産計画を発表
しAIメモリ市場のリーダーシップを強化。

#20
EU、3D IC
PKGに2.1億ユーロ

企業戦略
●●●○

○
●●○○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

EUチップス法が3D IC先端パッケージングに2.1億ユ
ーロ投資、Infineon、ASML子会社、Soitecが恩恵を
受けヘテロジニアス統合技術を開発。

#21
フラウンホーファー、
非熱PKG

学術論文
●●●●

●
●○○○

○
●●●○

○
●●●●

●
●●●○

○

フラウンホーファーが先端パッケージング向け低誘電
率材料のDUVアシスト非熱レーザーグルービング技術
を開発、熱損傷なく微細加工を実現。

#22
中国CXMT、HBM課題
直面

企業戦略
●●○○

○
●●○○

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

○

中国CXMTがHBM生産で技術的課題に直面、ウェーハ
歩留まり、スタッキング、パッケージング改善が鍵で
2027-2028年に加速見込み。

#23
CHIPS法、台湾サプラ
イヤー誘致

政策動向
●○○○

○
●●●●

●
●●●●

●
●●●○

○
●●●●

○

米国CHIPS Actが台湾半導体サプライヤーを誘致し、
先端パッケージング・材料供給で新たな機会を創出、
サプライチェーンのレジリエンス強化へ。

●●●●○ High ●●●○○ Med-High ●●○○○ Med ●○○○○ Low | 背景黄色＝注目記事
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今週、判断に影響しうる3つの問い

❶ AIチップの性能向上を阻む真のボトルネックはどこか？
AIチップの需要が爆発的に伸びる中、TSMCのCoWoSをはじめとする先進パッケージング能力の供給不足が深刻化し、価
格も20%以上高騰しています。自社のAI戦略は、このボトルネックを前提に構築されていますか？

❷ パネルレベルパッケージングやガラス基板はCoWoSの代替となり得るか？
Intel、TSMC、ASE、Lam ResearchがPLP/W2Pを推進し、中国BOEがガラス基板のサンプル出荷を開始しました。これ
らはCoWoSの供給制約を緩和し、コストを削減する可能性を秘めていますが、自社の技術ロードマップにこれらの新技術
をどう組み込みますか？

❸ 日本の材料・装置メーカーは、この巨額投資ブームにどう乗じるか？
EU、SK Hynix、Samsung、JCETがAIメモリと先進パッケージングに数百億ドル規模の巨額投資を表明しています。日
本の材料・装置メーカーは、この投資の波を捉え、自社の技術と製品をどのように供給し、競争優位性を確立しますか？

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」マトリクス

機会大・脅威小 機会大・脅威大

影響小（参考） 脅威大・機会小

←
 機

会
 →

← 脅威 →

PKG逼迫PLP/W2P HBM市場

ガラス基板先端PKG装置

チップス法中国HBM

Low-κ加工

項目 象限 ↑ 機会 ↓ 脅威

● PKG逼迫 注意 — AIチップ供給遅延、コスト増

● PLP/W2P 機会大 新PKG装置/材料需要 既存PKG技術の陳腐化

● HBM市場 注意 メモリ/PKG材料需要 競争激化、技術追従

● ガラス基板 注意 新材料開発、高精度PKG 中国勢の台頭、材料転換

● 先端PKG装置 機会大 高精度装置/材料需要 —

● チップス法 脅威大 — サプライチェーン再編

● 中国HBM 脅威大 — 将来的な競合激化

● Low-κ加工 参考 新規加工技術開発 —
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深掘り ① ― Samsung、HBM4で市場席巻と光学HBMへの展望
#19 | 2026/07/02 | Samsung (プレスリリース) | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●●○ 市場インパクト●●●●●
データ信頼性●●●●● 日本関連度●●●●○

SamsungはHBM4の生産能力の半分を割り当て、世界初出荷から4ヶ月で10億ドル超の売上を達成。年末までに年間1
00億ドルを見込み、HBM3Eの生産を一時停止しHBM4に注力する戦略を明確にした。NVIDIAの次世代AIプラットフォ
ーム「Rubin」でのHBM4の重要性に対応する。

COMPUTEX 2026ではHBM4EやLPDDR5XベースのサーバーモジュールSOCAMM2を展示。さらに2028年からの光学
HBM量産計画を発表し、HBMスタックとプロセッサパッケージ内にシリコンフォトニクス技術を導入することで、帯
域幅とエネルギー効率を劇的に向上させることを目指す。HBMはAIアクセラレーターの総製造コストの34〜45%を占
め、歩留まりがシステム経済性に直結する。

▶ 技術者の視点

SamsungのHBM4への巨額投資と積極的なロードマップは、AIチップ市場におけるHBMの重要性が今
後も増大することを示唆しています。特に、2028年からの光学HBM量産計画は、従来の電気信号伝送
の限界を打破する可能性を秘めたブレークスルーであり、今後の技術動向を注視する必要があります。
HBMの歩留まり課題は依然として存在しますが、Samsungの発表はそれを克服する強い意志の表れと
見られます。 【機会】日本の材料・装置メーカーにとっては、HBM4および光学HBM向けの新たな高機
能材料（低誘電率材料、高熱伝導性材料、光導波路材料など）や、高精度なボンディング・検査装置の
需要が拡大する絶好の機会です。特に光学HBMは、全く新しい材料・プロセス技術を要求するため、早
期からのR&D;連携が重要です。 【脅威】日本のメモリメーカー（Kioxiaなど）にとっては、Samsung
のHBM市場における強力な攻勢と技術革新のスピードが脅威となります。HBM市場への参入が遅れると
、AI時代のメモリ市場での競争力を失うリスクがあります。 【次のアクション】R&D;部門はSamsung
の光学HBMロードマップを詳細に分析し、関連する材料・プロセス技術の先行研究に着手すべきです。
経営企画部門は、HBM市場における自社のポジショニングと投資戦略を再評価し、必要に応じて提携や
M&A;も視野に入れるべきでしょう。

深掘り ② ― AMAT、AIチップPKG向け6種新システムで精密化
#18 | 2026/06/25 | Applied Materials (プレスリリース) | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●●○
市場インパクト●●●●○ データ信頼性●●●●● 日本関連度●●●●○

Applied Materialsは、AIチップ向けDRAMおよび先端パッケージング製造を加速する6種の新システムを発表。HBM、
3Dスタッキング、チップレットアーキテクチャの課題解決を目指し、エピタキシー、CMP、成膜、eBeam計測・欠陥
レビュー技術を強化する。

特に注目すべきは、サブ10ナノメートルの感度を持つeBeam欠陥レビューシステム「SEMVision G7AP」で、複雑な3
Dパッケージングのプロセス制御と歩留まり向上に大きく貢献する。これにより、製造プロセスの初期段階で微細な欠
陥を特定し、AIチップの性能と電力効率向上、高密度・高帯域幅メモリの安定供給を可能にする。
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▶ 技術者の視点

Applied Materialsの新システム群は、AIチップの性能を決定づけるHBMや3D積層パッケージングにお
ける製造課題、特に歩留まりと信頼性向上に直結するものです。サブ10nmの欠陥検出能力は、従来の
光学検査では見逃されがちな微細な欠陥を捉え、複雑化する後工程の品質管理において極めて重要とな
ります。これは、ロジックチップ製造で培われた精密なプロセス制御技術が、メモリおよびパッケージ
ング分野にも本格的に導入されることを意味します。
【機会】日本の精密装置メーカーや検査装置メーカーにとっては、Applied Materialsの技術動向をベン
チマークし、より高精度な計測・検査ソリューションを開発・提供する機会です。また、これらの装置
で使用される高機能材料（研磨材、洗浄液など）の需要も高まるでしょう。 【脅威】日本の装置メーカ
ーが、このような統合的なソリューション提供や超精密プロセス制御技術の開発で遅れを取ると、グロ
ーバル市場での競争力を失う可能性があります。特に、AIチップのサプライチェーンにおける主要プレ
イヤーとの連携強化が不可欠です。 【次のアクション】R&D;部門は、サブ10nmレベルの欠陥検出・
分析技術、および高精度なCMP・成膜技術に関する競合分析を強化し、自社技術の優位性を確立するた
めのロードマップを見直すべきです。営業・マーケティング部門は、Applied
Materialsの顧客である半導体メーカーに対し、自社の関連製品・技術の提案を加速すべきです。
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深掘り ③ ― フラウンホーファー、Low-κ材料の非熱レーザー加工
#21 | 2026/06/29 | Karriere Fraunhofer-Gesellschaft | 技術新規性●●●●● 実用化距離●○○○○ 市場インパクト●●●○○
データ信頼性●●●●● 日本関連度●●●○○

フラウンホーファーILTは、先端パッケージング向け低誘電率（low-κ）材料のDUVアシスト非熱レーザーグルービング
技術を開発。DUVレーザーで材料中に一時的に自由キャリアを生成し、後続のレーザーパルスで基板を損傷することな
く層を除去するデュアルパルスアプローチを採用。

この非熱加工技術は、熱影響による損傷が課題だったlow-κ材料の微細加工において、構造完全性を維持しながら高精
度なグルービングを実現する。low-κ材料は信号遅延と電力損失低減に不可欠であり、3D
ICやチップレット統合における性能と信頼性向上に直結する。

▶ 技術者の視点

フラウンホーファーが開発したDUVアシスト非熱レーザーグルービング技術は、low-κ材料の加工にお
ける画期的なブレークスルーとなる可能性があります。従来のレーザー加工では避けられなかった熱損
傷を回避できるため、次世代の超高密度・高性能パッケージングで要求される極めてデリケートな材料
の微細加工に道を開きます。実用化にはまだ時間がかかりますが、この基礎研究の成果は、将来的な半
導体パッケージングの設計自由度を大きく広げるでしょう。 【機会】日本の材料メーカーにとっては、
この加工技術に対応した新しいlow-κ材料の開発や、既存材料の特性改善の機会となります。また、日
本のレーザー装置メーカーにとっては、DUVレーザーと後続レーザーを組み合わせた高精度加工装置の
開発競争が始まる可能性があります。 【脅威】この技術が欧州で先行して実用化された場合、日本の材
料・装置メーカーが技術的な後塵を拝するリスクがあります。特に、基礎研究段階での情報収集と連携
が重要です。 【次のアクション】R&D;部門は、この非熱レーザー加工技術の原理と応用可能性を深く
理解し、自社のlow-κ材料開発やレーザー加工技術ロードマップにどう組み込むかを検討すべきです。
特に、フラウンホーファーとの共同研究や情報交換の機会を探ることも有効でしょう。

その他の注目記事
IntelとTSMC、パネルレベルパッケージングを推進し市場が10倍に拡大する見込み (The Elec)
技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●●

IntelとTSMCがPLPを推進し、AI/HPC向けPKG市場が10倍に拡大するとの予測。日本の材料・装置メーカーは市場機
会を逃すな。

BOE、ガラス基板を国内顧客向けにサンプル出荷開始：先進チップパッケージング革新へ (36Kr English)
技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●●○ 市場インパクト●●●●○

中国BOEがガラス基板のサンプル出荷開始。低熱膨張率・高剛性で微細配線と高密度積層を実現、日本の材料メーカー
は競合動向を注視すべき。

ASE、AI需要急増で先進パッケージング料金を20%超値上げ (SiliconAnalysts)
技術新規性●○○○○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●●○

AIチップ向け先進パッケージングの供給逼迫が深刻化し、ASEが20%超の値上げ。日本の半導体メーカーは調達コスト
増を考慮した戦略が必要。

TSMCのCoWoSパッケージング装置サプライチェーン、AI需要で強い引き合い (DigiTimes)
技術新規性●○○○○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●●●

TSMCのCoWoS装置サプライチェーンがAI需要で逼迫。日本の装置・材料メーカーは生産能力増強と技術革新でこの需
要に応えるべき。
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今週のアクション提案

記事評価マトリクスと機会/脅威分析を踏まえたアクション提案です。

▍即時（今週中）
• 【調達】AIチップ向け先進パッケージングサービスの価格動向（ASEの値上げなど）を再確認し、既存契約の見
直しや代替サプライヤーの評価を開始。

• 【R&D;】Samsungの光学HBMロードマップ（#19）およびApplied
Materialsの新システム（#18）に関する技術詳細を収集し、自社技術ロードマップへの影響を評価。

▍短期（1ヶ月）
• 【経営企画】パネルレベルパッケージング（PLP）やガラス基板（#04,
#11）の市場拡大予測に基づき、自社の先進パッケージング戦略におけるCoWoS以外の選択肢を検討。

• 【R&D;】フラウンホーファーの低誘電率材料向けレーザー加工技術（#21）について、基礎研究動向を調査し
、将来的な材料・装置開発への影響を評価。

• 【半導体PKG】HBMの歩留まり改善（#22）やロジック級製造（#05）に向けたプロセス改善、検査体制強化
の可能性を検討。

▍中長期（四半期〜）
• 【R&D;】光学HBM向けの新材料（光導波路、接着剤など）や、PLP/ガラス基板向けの高精度加工装置の開発に
着手。

• 【経営企画】EUチップス法や米国CHIPS Act（#01, #20,
#23）によるサプライチェーン再編の動向を継続的に監視し、海外拠点戦略や提携戦略を再構築。

• 【材料メーカー】ガラス基板や低誘電率材料など、次世代パッケージング材料における中国企業の技術動向（#
11, #22）を分析し、競争優位性を確立するためのR&D;投資計画を策定。

troy-technical.jp 独自キュレーション。記事著作権は各原著作者に帰属。 | Gemini API + Claude | 2026-07-05
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#11 BOE、ガラス基板を国内顧客向けにサンプル出荷開始：先進チップパッケージング革新へ

#12 SK Hynix、韓国国内に640億ドルの大規模投資を発表：AIメモリとパッケージング能力を強化
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#18 Applied Materials、AIチップ向けDRAM・先端パッケージング加速へ6種の新システム発表、サ
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#19 Samsung、HBM4生産能力の半分を割り当て世界初出荷後4ヶ月で10億ドル売上達成、2028年

光学HBM量産へ

#20 EUチップス法、3D IC先端パッケージングに2億1000万ユーロを投じる、Infineon、ASML子会
社、Soitecが恩恵

#21 フラウンホーファー、先端パッケージング向け低誘電率材料のDUVアシスト非熱レーザーグルー
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#23 CHIPS法、米国への台湾半導体サプライヤー誘致に成功：先端パッケージング・材料供給で新機
会創出



#01 EU、チップス法に基づき3D ICパッケージング研究に
2.1億ユーロを投資決定

概要

欧州連合は、欧州チップス法（EU Chips Act）の一環として、次世代3D ICパッケージ
ング技術の研究開発に対し、総額2億1,000万ユーロ（約350億円）の資金を投じること
を決定しました。この投資は、半導体製造プロセスの後工程における欧州の技術的自

立と競争力強化を目的としています。特に、異種統合や3D積層技術に焦点を当て、高
性能コンピューティング（HPC）やAIアプリケーションに不可欠な半導体技術のイノ
ベーションを加速させることが期待されます。これにより、欧州は世界の半導体サプ

ライチェーンにおける戦略的な地位を向上させることを目指します。

公開日 2026年06月25日  The Chosun Daily  EU



詳細

主要成果

欧州連合は、先進的な3D ICパッケージング技術の研究開発を加速させるため、欧州チ
ップス法（EU Chips Act）の下で2億1,000万ユーロという大規模な資金提供を承認しま
した。この決定は、半導体産業における欧州の技術的独立性を確保し、特に後工程分野
での競争力を強化する上で極めて重要な一歩となります。

技術・臨床詳細

今回の資金は、主に異種統合（Heterogeneous Integration）と3D積層技術（3D

Stacking Technologies）に焦点を当てたプロジェクトに割り当てられます。これらの技
術は、複数の異なる半導体チップや機能を一つのパッケージに統合することで、性能向
上、消費電力削減、フォームファクターの小型化を実現します。具体的な研究テーマに
は、高度なインターコネクト技術、熱管理ソリューション、およびチップレットベース
の設計手法が含まれます。高性能コンピューティング（HPC）、人工知能（AI）、自動
車、通信といった高成長分野での応用が期待されており、既存の2Dパッケージング技術
の限界を打破することが目標です。

背景・業界文脈

世界の半導体市場において、前工程（ウェーハ製造）の技術革新が減速する一方で、後
工程（パッケージング）の重要性が増しています。特にAIやHPCの進化は、より複雑で
高性能なパッケージングソリューションを要求しており、3D ICパッケージングはその
中核を担う技術です。欧州はこれまで、半導体製造における前工程でアジア諸国に大き
く依存してきましたが、チップス法を通じて、設計から製造、パッケージングに至るサ
プライチェーン全体での自給自足と技術主導権の確立を目指しています。今回の投資
は、欧州域内での先端パッケージングエコシステムの構築に向けた明確なコミットメン
トを示しています。



今後の展望

この2億1,000万ユーロの投資により、欧州の研究機関や企業は、次世代半導体技術の開
発を加速させることが可能になります。具体的には、試作ラインの構築、パイロットプ
ロジェクトの実施、そして産業界との連携強化を通じて、研究成果の迅速な実用化が期
待されます。長期的には、欧州が先進パッケージング技術の分野で世界の主要プレイヤ
ーとしての地位を確立し、グローバルな半導体サプライチェーンにおけるリスク分散と
レジリエンス向上に貢献することが展望されます。

元記事: https://www.chosun.com/english/industry-en/2026/06/25/E5R4RKNI4BH4FJEIOPPSNDCH5Q/

収集日: 2026年07月03日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.chosun.com/english/industry-en/2026/06/25/E5R4RKNI4BH4FJEIOPPSNDCH5Q/


#02 Applied Materials、AIチップ向けDRAM・先進パッ
ケージング加速の新システムを発表

概要

Applied Materialsは、AIチップの性能を大幅に向上させるDRAMおよび先進パッケージ
ングプロセス向けの複数の新システムを発表しました。これらのシステムは、特に
HBM（高帯域幅メモリ）の製造効率と信頼性を高め、ハイブリッドボンディングなど

の次世代パッケージング技術に対応します。これにより、データ転送速度の向上と消
費電力の削減を実現し、AIワークロードのボトルネック解消に貢献します。Applied

Materialsは、これらの革新的なソリューションを通じて、半導体メーカーの技術ロー

ドマップを支援します。

公開日 2026年06月25日  StockTitan  アメリカ



詳細

主要成果

Applied Materialsは、人工知能（AI）チップの性能を飛躍的に向上させるDRAMおよび
先進パッケージングプロセスを加速するための画期的な新システム群を発表しました。
これらのシステムは、特に高帯域幅メモリ（HBM）の製造効率と信頼性を劇的に向上さ
せることを目指しています。

技術・臨床詳細

新システムには、DRAMの製造における微細化と積層技術を最適化するソリューション
が含まれており、HBMの重要な要素であるウェーハボンディング、薄膜堆積、エッチン
グプロセスをターゲットとしています。具体的には、同社の新しいハイブリッドボンデ
ィングプラットフォームは、チップ間の接続密度を最大化し、信号経路を短縮すること
でデータ転送速度を向上させ、同時に消費電力を削減します。また、高度なメタロジー
プラットフォームは、製造プロセスの精度と歩留まりを向上させ、複雑な3D構造の品質
管理を可能にします。これらの技術は、AIプロセッサとHBMを統合するCoWoS（Chip-

on-Wafer-on-Substrate）などの先進パッケージングに不可欠であり、次世代のAIアクセ
ラレーターの性能要件を満たすよう設計されています。

背景・業界文脈

AIの進化は、膨大なデータを高速で処理する能力を要求し、従来の2D半導体技術では対
応しきれないボトルネックが生じています。特に、AIアクセラレーターとHBM間のデー
タ帯域幅とレイテンシは、システム全体の性能を決定する重要な要素です。Applied

Materialsは、長年にわたる材料工学とプロセス技術の専門知識を活かし、このボトルネ
ックを解消するための統合ソリューションを提供します。今回の新システムは、半導体
メーカーがHBM4やHBM5といった次世代メモリを効率的かつ大規模に製造し、AI時代
の高性能コンピューティング需要に対応するための基盤となります。



今後の展望

Applied Materialsの新システムは、AIチップの設計と製造における新たな標準を確立
し、半導体産業全体の技術革新を牽引することが期待されます。同社は、これらのソリ
ューションを通じて、顧客がより高性能かつエネルギー効率の高いAI半導体を市場に投
入できるよう支援し、AI技術のさらなる普及と発展に貢献していくと見られます。特
に、ハイブリッドボンディング技術の普及は、将来的にはチップレット間の直接接続を
可能にし、さらなる性能向上とコスト削減に繋がる可能性を秘めています。

元記事: https://www.stocktitan.net/news/AMAT/applied-materials-introduces-new-systems-to-

accelerate-dram-and-etwqxwf3t2d8.html

収集日: 2026年07月03日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)
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